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序章 系统总览 

 

1. 概述 

HC5610 集成电路测试系统是深圳市华测半导体自主研发的第二代集成电路测试系统,它

采用全新的软硬件架构，引入多线程、并发式的软件设计新理念，配合模块化的硬件

资源，可大幅提高测试精度、稳定性和测试效率。HC5610 最大支持 32 SITE 同时测

试，资源配置灵活，扩展性极强，是华测半导体快速相应市场需求开发的又一力作。 

 
应用场景： 

HC5610 市场定位是大模小数的 IC 以及 MOSFET、BJT 等分立器件常规参数测试系

统。IC 测试方面包含各种运算放大器、功率放大器、线性稳压器、开关电源、充电保

护、LED 驱动、马达驱动等等。分立器件方面单 MOS 测试时间 35ms 一颗,双工位串行

测试可以达到 UPH38K（转塔式分选机，不同厂家的不同型号可能会有差异）。双 MOS

串行测试也能达到 UPH34K。 
 

特点简介： 

⚫ CAN 总线连接 PC 和测试主机。 

⚫ Windows10/11 操作系统，Visual Studio 2022 编程环境。 

⚫ 采用子母板结构，子板镜像挂扣母板两侧，单母板最大可搭载不限类型子板 8 块。 

⚫ 最大支持 32 SITE 测试,SITE 之间软硬件完全独立,可以完全同步或异步工作。 

⚫ 拥有最大 8 个 STATION，支持同时测试 8 款不同型号的器件。 

⚫ 多线程并发模式，最大限度发挥上位机的 CPU 性能，提高效率。 

⚫ 单路浮地的四象限 VI 源，最高电压±1200V，最大电流±15A。 

⚫ 本地保存校准数据（板载校准数据）。
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2. 系统工作环境 

 

上位机配置 

CPU：i5-13400 2.5GHZ 

内存：32G 

硬盘：固态 1TB 

系统：64 位 WIN10 专业版 

显示器：24 英寸 IPS 高清显示器 

 

HC5610 系统电性能指标以及工作环境 

电源供电:AC220V,50HZ 

额定功率:1000W 

启动电流：40A 

保险丝规格：10A 

工作温度:10℃-30℃,理想状态 25℃±3℃ 

工作湿度:20%-80%，理想状态 40%-66% 

 

 

HC5610 实物图 

图 1-1 内部框架以及板卡结构实物图 
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图 1-2 资源集线器(测试头)实物图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
图 1-3-1 外观实物图 
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图 1-3-2 外观实物图（侧面） 
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第一章 硬件资源介绍 

 
 

概述 

本章将详细介绍 HC5610 模拟集成电路测试系统的资源板参数 

 

1. TTL 通讯板/CAN 总线板 

图 2-1 TTL 通讯板/CAN 总线板实物图 

 

功能简介 

⚫ 单板 4 个独立的 TTL 通讯接口，可适配 HANDLER 四个工位 

⚫ TTL 通讯电平为 5V 信号逻辑电平，触发时沿可灵活设置 

⚫ 可扩展适配 1~4 块 

⚫ 可配置为系统 CAN 总线板
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2. CBIT64 继电器控制板 

图 2-1 CBIT64 继电器控制板实物图 

 

 

功能简介 

⚫ 单板 64 个通道，集线器上已拆 4 等份，集成开发或修调时可独立使用 

 

功能简介规格和技术 

驱动工作模式：达林顿 OC 驱动模式 

驱动电压范围：5V~24V，驱动电流 100mA 

继电器供电电源：+5V/+12V 

单板通道数 64，单 SLOT 可扩展通道数 64X8=512 

 

装载结构：单 SLOT 最大可挂载 8 个 CBIT 模块，可混搭 

图 2-2-2 CBIT 装载效果图 
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3. TMU 时间测量单元 

图 2-3-1 TMU 效果图 

 

 

功能简介 

⚫ 单板 2 个通道，各分 A/B 子通道 

⚫ 输入电压量程±25V/±5V，输入阻抗 1Mohm，可同时测量两个参数 

⚫ 集成滤波器 

 

规格和技术指标 

通道 A：全功能通道 

通道 B：支持频率、占空比测量和作为时间间隔测量中的停止电平信号通道 

触发电平及分辨率：±25V/±5V，16Bits 

模拟滤波器：Pass(全通)/100KHz/1MHz/10MHz 

作用：低通滤波器，滤除大于配置频率的信号 

数字滤波器：Pass(全通)/8ns/16ns…1024ns 共 16 档 

作用：滤除小于配置宽度的毛刺信号 

 

周期信号 

最大测量周期数量：8096 

特性：待测信号频率低于 10MHz 时，支持同时测量两个参数 

其中一个参数固定为频率，另一个参数可为占空比/上升时间/下降时间） 

频率 

测量范围：0.1Hz~20MHz 

测量精度： 10ppm 

其他特性：低于 0.2Hz 使用时间价格间隔方法测试 

占空比 

测量范围：0.1Hz~10MHz 

测量精度：0.01%~99.99% 

其他特性：低于 0.2Hz 使用时间间隔方法测试 

上升/下

降时间 

分辨率：0.1ns 

测量周期数量：1000 

非周期信号 

时间测量范围：4ns~15s 
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装载结构：单 SLOT 最大可挂载 8 个 TMU 模块，可混搭 

图 2-3-2 TMU 装载效果图 

 

 

4. VI2402 低压电压电流源 

图 2-4-1 VI2402 效果图 

 

 

功能简介 

⚫ 单板单通道，独立浮动 

⚫ 四象限输出的电压电流，四种模式 FVMV ，FIMI ，FIMV， FVMI 

⚫ 远端地线补偿的 Kelvin 连接，可内切至 Local Sense 

⚫ 可同时测量电压、电流,同时返回电压、电流两个参数 

⚫ 四个电压档，七个电流档，最大±24V/±2A电压电流输出 

⚫ 具有 AWG 和 Digitizer 功能 

⚫ 源板本地保存校准数 
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装载结构：单 SLOT最大可挂载 8个 VI2402 模块，8 路独立全浮动，可混

搭 

图 2-4-2 VI2402 装载效果图 

 

技术指标 

电压量程

（Force/Measure_Range

） 

分辨率

（Resolution） 

精度(%FS） 

（Accuracy) 

嵌位精度(%FS）

（Accuracy) 

2V 16bit ±0.05% ±0.2% 

5V 16bit ±0.05% ±0.2% 

10V 16bit ±0.05% ±0.2% 

24V 16bit ±0.05% ±0.2% 

 

电流量程

（Force/Measure_Range

） 

分辨率

（Resolution） 

精度(%FS） 

（Accuracy) 

嵌位精度(%FS）

（Accuracy) 

2uA 16bit ±0.5% ±0.5% 

20uA 16bit ±0.2% ±0.5% 

200uA 16bit ±0.1% ±0.2% 

2mA 16bit ±0.1% ±0.2% 

20mA 16bit ±0.1% ±0.2% 

200mA 16bit ±0.1% ±0.2% 

2A 16bit ±0.1% ±0.5% 

 

AWG 16bit 分辨率 4K 深度 
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Digitizer 16bit 分辨率 4K 深度 

 



深圳市华测半导体设备有限公司  HC5610 产品说明书 V1.0 

 13 / 83 
 

FV 上电波形（1M 电阻）： 

图 2-4-3 VI2402 上电波形图 

 

 

5. VI2415 功率电压电流源 

图 2-5-1 VI2415 效果图 

 

 

功能简介 

⚫ 单板单通道，独立浮动 

⚫ 四象限输出的电压电流，四种模式 FVMV ，FIMI ，FIMV， FVMI 

⚫ 远端地线补偿的 Kelvin 连接，可内切至 Local Sense 

⚫ 可同时测量电压、电流,同时返回电压、电流两个参数 

⚫ 七个电压档，九个电流档，最大±24V/±2A/±15A(脉冲)电压电流输出 

⚫ 具有 AWG 和 Digitizer 功能 

⚫ 源板本地保存校准数据 
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装载结构：单 SLOT最大可挂载 8个 VI2415 模块，8 路独立全浮动，可混

搭 

图 2-5-2 VI2415 装载效果图 

 

技术指标 

电压量程

（Force/Measure_Range

） 

分辨率

（Resolution） 

精度(%FS） 

（Accuracy) 

嵌位精度(%FS）

（Accuracy) 

200mV 16bit ±0.2% ±0.5% 

500mV 16bit ±0.05% ±0.5% 

1V 16bit ±0.05% ±0.2% 

2V 16bit ±0.05% ±0.2% 

5V 16bit ±0.05% ±0.2% 

10V 16bit ±0.05% ±0.2% 

24V 16bit ±0.05% ±0.2% 

 

电流量程

（Force/Measure_Range

） 

分辨率

（Resolution） 

精度(%FS） 

（Accuracy) 

嵌位精度(%FS）

（Accuracy) 

200nA 16bit ±1% ±1% 

2uA 16bit ±0.5% ±0.5% 

20uA 16bit ±0.2% ±0.5% 

200uA 16bit ±0.1% ±0.2% 

2mA 16bit ±0.1% ±0.2% 

20mA 16bit ±0.1% ±0.2% 
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200mA 16bit ±0.1% ±0.2% 

2A 16bit ±0.1% ±0.5% 

15A 16bit ±0.2% ±0.5% 

 

AWG 16bit 分辨率 4K 深度 

Digitizer 16bit 分辨率 4K 深度 

 

FV 上电波形（1M 电阻）： 

图 2-5-3 VI2415 上电波形图 

 

 

6. VI1001 电压电流源 

图 2-6-1 VI1001 效果图 
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功能简介 

⚫ 单板单通道，独立浮动 
⚫ 四象限输出的电压电流，四种模式 FVMV ，FIMI ，FIMV， FVMI 

⚫ 远端地线补偿的 Kelvin 连接，可内切至 Local Sense 

⚫ 可同时测量电压、电流,同时返回电压、电流两个参数 

⚫ 九个电压档，七个电流档，最大±100V/±200mA 电压电流输出 

⚫ 具有 AWG 和 Digitizer 功能 
⚫ 源板本地保存校准数据 

 

装载结构：单 SLOT最大可挂载 8个 VI1001 模块，8 路独立全浮动，可混

搭 

图 2-6-2 VI1001 装载效果图 

 

技术指标 

电压量程

（Force/Measure_Range

） 

分辨率

（Resolution） 

精度(%FS） 

（Accuracy) 

嵌位精度(%FS）

（Accuracy) 

200mV 16bit ±0.2% ±0.5% 

500mV 16bit ±0.05% ±0.5% 

1V 16bit ±0.05% ±0.2% 

2V 16bit ±0.05% ±0.2% 

5V 16bit ±0.05% ±0.2% 

10V 16bit ±0.05% ±0.2% 
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20V 16bit ±0.05% ±0.2% 

50V 16bit ±0.05% ±0.2% 

100V 16bit ±0.05% ±0.2% 

 

电流量程

（Force/Measure_Range

） 

分辨率

（Resolution） 

精度(%FS） 

（Accuracy) 

嵌位精度(%FS）

（Accuracy) 

150nA 16bit ±1% ±1% 

2uA 16bit ±0.5% ±0.5% 

20uA 16bit ±0.2% ±0.5% 

200uA 16bit ±0.1% ±0.2% 

2mA 16bit ±0.1% ±0.2% 

20mA 16bit ±0.1% ±0.2% 

200mA 16bit ±0.1% ±0.2% 

 

AWG 16bit 分辨率 4K 深度 

Digitizer 16bit 分辨率 4K 深度 

 

FV 上电波形（1M 电阻）： 

图 2-6-3 VI1001 上电波形图 
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7. VI1K22 高压电压电流源 

图 2-7-1 VI1k22 效果图 

 

 

功能简介 

⚫ 单板单通道，独立浮动 

⚫ 四象限输出的电压电流，四种模式 FVMV ，FIMI ，FIMV， FVMI 

⚫ 可同时测量电压、电流,同时返回电压、电流两个参数 

⚫ 三个电压档，五个电流档，最大±1200V/±20mA 电压电流输出 

⚫ 具有 AWG 和 Digitizer 功能 

⚫ 源板本地保存校准数据 

 

技术指标 

电压量程

（Force/Measure_Range

） 

分辨率

（Resolution） 

精度(%FS） 

（Accuracy) 

嵌位精度(%FS）

（Accuracy) 

100V 16bit ±0.05% ±0.5% 

500V 16bit ±0.05% ±0.5% 

1200V 16bit ±0.05% ±0.5% 

 

电流量程

（Force/Measure_Range

） 

分辨率

（Resolution） 

精度(%FS） 

（Accuracy) 

嵌位精度(%FS）

（Accuracy) 

2uA 16bit ±0.5% ±0.5% 

20uA 16bit ±0.2% ±0.5% 

200uA 16bit ±0.1% ±0.2% 

2mA 16bit ±0.1% ±0.2% 

20mA 16bit ±0.1% ±0.2% 

 

AWG 16bit 分辨率 4K 深度 

Digitizer 16bit 分辨率 4K 深度 
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8. 资源集线器（测试头）与连接线简介 

8.1 测试头连线组 

图 2-8-1 连线组成实拍 

 

 

 

⚫ 浮动源组（四合一）D-SUB-37（下文简称为 DB37）公对公连线二或四组 

⚫ CBIT64 的 SCSI-64P 公对公连线一组 

⚫ 继电器供电的 D-SUB-5W5（下文简称为 DB5）公对公连线一组 

⚫ TMU 螺母式公对公 SMA 线二或四条，未选配时不会预留 SMA 线 

 

硬件资源可灵活搭配。例如上图中的全配机器，SLOT3 的 0-3子板接入 MT1、4-7 子板接入 MT2，

SLOT5 的 0-3 子板接入 MT3、4-7 子板接入 MT4，SLOT9 的 0-3 子板接入 ST1、4-7 子板接入 ST2，

SLOT7 的 0-3 子板接入 ST3、4-7 子板接入 ST4；而更为常见的半配机器则为，SLOT3的 0-3 子板接

入 MT1、4-7 子板接入 MT2，SLOT8 的 0-3 子板接入 ST1、4-7 子板接入 ST2。



深圳市华测半导体设备有限公司  HC5610 产品说明书 V1.0 

 20 / 83 
 

 

8.2 资源集线器 

图 2-8-2 资源集线器实拍 

 

 

① 集线器负载板左上角有指示灯，正面出口包含以下接口（满配） 

⚫ 4 个 64PIN 牛角座（4/8 路浮动源出口） 

⚫ 4 个 26PIN 牛角座（16 路继电器含供电） 

⚫ 4 个未焊接 10PIN 牛角座（继电器供电） 

⚫ 1 个未焊接备用继电器 64PIN 牛角座 
 

② 集线器负载板背面入口包含以下接口（满配） 

⚫ 8 个 DB37 母座，浮动源组接口 

⚫ 1 个 SCSI-64P 母座继电器控制位（CBIT64）接口 

⚫ 1 个未焊接备用 SCSI-64P 母座继电器控制位（CBIT64）接口 

⚫ 1 个 D-SUB-5W5（DB5）母座继电器供电接口 

 

③ 接口定义详情 

⚫ 测试头默认被分为 4 个工位，每个工位包含一个 4/8 路浮动源出口牛角座，及一个 16 路继电

器含供电出口牛角座 

图 2-8-3 单工位资源出口（1 工位） 
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⚫ 每个工位浮动源引出对应两组 DB37 

图 2-8-4 单工位资源入口（1 工位） 

 

 

⚫ 全貌 

图 2-8-5 负载板全貌图（正面） 
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图 2-8-6 负载板全貌图（背面） 

 

 
③ 接口定义详情 

⚫ 工位 1：VI0-3 对应 DB1，VI4-7 对应 DB2，K0-15 对应 SCSI-1 中的 0-15 

⚫ 工位 2：VI8-11 对应 DB3，VI12-15 对应 DB4，K16-31 对应 SCSI-1 中的 16-31 

⚫ 工位 3：VI16-19 对应 DB5，VI20-23 对应 DB6，K32-47 对应 SCSI-1 中的 32-47 

⚫ 工位 4：VI20-23 对应 DB7，VI24-27 对应 DB8，K48-63 对应 SCSI-1 中的 48-63 

⚫ 备用 64PIN 牛角：K64-127 对应 SCSI-2 中的 0-63 

⚫ 供电备用 10P 牛角：PIN1-2 为负电源 15V，PIN3-4 为正电源 15V，PIN5-6 为正电源 12V，

PIN7-8 为正电源 5V，PIN9-10 为 GND（短接至机器外壳地） 

 

④ 使用方案：灵活调配。若每个工位需求小于四路源，可每个工位插一组 DB37 源作

4site 并测；若每个工位大于四路源，可每个工位插入两组 DB37 源作 2site 并测。
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第二章 HC5610 上位机软件操作手册 

 
 

概述 

本章将以图文并茂的形式详细介绍 HC5610 上位机软件的使用方法。 

 

1. 关键路径介绍 

上位机默认分区三个盘，C 盘系统盘，D盘为 HC5610 软件及程序固定路径盘，E 盘为软

件备份盘，建议测试数据存放 E盘或用户的服务器。 

 

 

D 盘 

① 上位机软件路径 

② 固定程序存放路径 

② 调试工具及帮助文件存放路径 
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E 盘 

 
图示详细介绍： 

① HC5610 上位机软件存放路径。请勿随意改动及删除内部文件，否则会影响程序运行，软件版本更

新时需在售后工程师的陪同及指导下操作该文件夹 

② HC5610 程序固定路径。新建程序时，请将存放路径放入该目录下，详见下文“新程序创建流程” 

③ HC5610 调试工具路径。内部有调试工具，出厂校验数据及 HC5610 的完整操作手册 

④ 建议的测试数据存放路径。出厂时存放机器老化调试时的数据，仅供参考，出厂时校准老化完成 

⑤ 软件备份目录 

 

2. 运行环境搭建 

软件为绿色版，固定路径：D:\HC5610 
运行底层环境：安装 Firebird 火鸟数据库及 NI的 GPIB 驱动 

代码编译软件：VSCODE(因插件尚未开发完成，暂以 VS2022 作为编译工具) 

 

注意：运行环境出厂时已预装，若用户自行重装系统则需重新搭建！  

 

2.1 GPIB 驱动安装（仅展示重点） 

① 保证联网的前提下，双击打开 GPIB 驱动的安装包 

② 第一步为接受协议并在线下载安装程序，提示的禁用快速启动需勾选，开始下载安装包 

③ 完成第一步后，会出现下您可能希望安装其他项的提示，选择取消全选，再点击下一步 

④ 等待安装完成，提示是否自动更新，选择否，然后重启电脑，安装完成

④ 建议数据路径 

⑤ 运行环境备份路径 
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2.2 Firebird 火鸟数据库安装（仅展示重点） 

① 保证联网的前提下，双击打开 Firebird 安装包 

② 语言选择无中文选项，建议选英文 

③ 在输入数据库密码前的全部页面按照默认按照进行即可 

④ 数据库密码请输入“masterkey”，否则可能影响误数据库文件的导出 

⑤ 安装结束界面勾选“Start Firebird Service now?”，点击完成 
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2.3 Visual Studio 2022 (VS2022) 安装 

概要：编译软件的安装较为复杂，若出现库文件选择错误会导致编译器无法正常工作，
详细的安装视频已上传至我司对外的共享盘。请联系售后索要客户专属账号，自行观看

安装视频，或联系售后指导安装。 

 

安装步骤 

① 打开 VS2022 安装包 

② 勾选运行环境选项 

  

 

 

③ 勾选运行库选项（仅展示需要勾选的项目及其相邻项） 
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④ 核对上述勾选的项目，确认无误后点击安装，等待安装程序下载勾选的运行库 

 

2.4 Visual Studio Code 安装 

（该项目下一版本手册更新） 

 

 

3. 运行软件 

注意：在 Firebird 及 GPIB 驱动均安装完成后，软件方可正常启动。 

 

3.1 打开软件 

⚫ 登陆界面 

图示详细介绍： 

① 软件版本号 

② 扩展菜单 

③ 深色/浅色模式选择 

④ 用户名密码及登录

框 

 

(默认管理员账户密码

均为 admin) 
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⚫ 登陆后界面（以下内容仅以深色模式做演示） 

 
左侧软件标题栏简介： 

① 测试界面 

② PGF（程序文件）编辑器 

③ 用户账户中心 

④ 设置中心 

 

3.2 打开工程 

⚫ 进入测试代码选择界面 
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⚫ 打开工程，固定存放 D:\HC5610_Programs，因涉及路径绑定问题，不可随意修改 

⚫ 选中对应的“.tprj”工程文件(如存在多个测试头，需打开对应测试头名称的工程文件) 

 

此处打开的为 VI2402 简易 FV 自检程序 

 

 

3.3 测试配置及操作介绍 

测试界面左侧标题栏不变，顶部菜单栏有开始、编辑、运行及其他 4 个菜单；第二行为

快捷按钮，基本涵盖了大部分的操作功能；其他区域为测试站运行详情。软件全部子窗

口未设置返回按钮，打开子窗口的状态下，鼠标左键单击软件窗口内至子窗口外的区域

触发返回操作，以下全文不再做出提示。 

 

① 打开工程：概览 

⚫ 打开未配置测试工位的工程 
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⚫ 打开已配置测试工位的工程 

 
 

 

② 菜单栏及快捷键介绍 

⚫ 菜单栏 

        

 

⚫ 快捷键 
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⚫ 新批：开始新的批次 

点击确认后，弹窗提示新批创建成功。界面已测结果清零。若已勾选择了将数据库导出为数据表，

则在点击单测/自动测试后重新生成一张记录新批次信息的数据表 

 

 

⚫ 装载：装载已有工程，等同于测试代码选择界面的“打开现有工程”选项 

⚫ 关闭：弹窗提示：多 station 情况下关闭当前工作站，仅打开一个工作站时关闭上位机软件 

    

 

⚫ 编辑 PGF/测试代码：打开当前工程对应 PGF/测试代码的编译器 

⚫ PGF：在 PGF 编辑器中打开当前工程所加载的 PGF 文件，详细信息请参照下文 PGF 编辑器介绍 

⚫ 测试代码/代码：用默认程序打开当前工程对应的测试代码。当前版本默认打开方式为 VS2022，

预计 2024.6 以后出厂的机器软件会只安装 VSCode，但在软件备份中保留 VS2022 的安装包。习

惯使用 VS2022 可自行参照上文的安装步骤执行安装操作 

⚫ 重载：重新载入 PGF 文件及数据库文件。 

 

⚫ 项目配置：配置当前工程失败停止情况、数据保存、软硬件资源映射、软硬件分档（分 bin）映

射、PGF 文件选择等，左上角菜单栏可快速跳转至相应设置项位置。注意：除数据保存相关选项

外，其他各项修改实时生效，无需点击保存。如变更了数据库保存名称或路径，返回测试界面

后需点击“重载”生效。资源映射必须由工程师监管，禁止操作员技术员随意变更，影响测试。 

 

 

注意：资源映射项目的详细介绍请参照下文的新建工程。
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⚫ 单步调试/单测：手动执行一次完整测试 

 

⚫ 自动测试：测试机进入等待接收开始信号的状态。收到第一次测试信号时执行除结束（Cleanup）

外的全部子函数，后续收到信号仅循环执行 Start-测试项/ OnFailOfTest-END。虚拟 HANDLER 下，

为自动连续测试。物理 HANDLER 下，通过与 PROBE/HANDLER 信号配合进行测试 

 

⚫ 停止测试/停止：执行结束（Cleanup）子函数并退出等待接收开始信号的状态。操控按钮处自动

测试和停止集成为同一个按钮。停止测试时，若未完成当前测试，则在完成当前测试后再执行

结束命令 

 
 

⚫ 操作引导：选择想要进行的操作，软件会提示用户进行该操作的步骤，并一步一步指引客户完

成该操作 

⚫ 示例：创建工程完整步骤的视频，与存放在上文提到对外共享盘的教学视频区的创建工程视频

相同 

 

⚫ 暂未开放功能 

统计功能：可根据用户需求，统计导出为 EXCEL 格式的测试数据文件。后续会更新为数据中心模式，

可链接到云端 HC5610 的同型号测试数据库，进行批量分析 

提示音功能：可根据用户需求，发出不同的警示音，主要分为警告/错误两大类 

 

⚫ 选择设备 

点击下拉按钮可以看到可选的 PROBE/HANDLER 设备，其中灰色字体表示该设备为已被其他工作站占

用。 

            

 

⚫ 连续失败报警及良率阈值 

连续失败报警为连续失败后自动停止当前测试并保存数据，提示音为报警级。 

良率阈值为预期的良率最小值，低于该阈值时，测试站良率指示变红色，设备提示音为警告级。 

 

⚫ 快捷按钮栏最右侧显示上位机软件的当前登陆账户（非按钮） 
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③ 项目配置 

⚫ 总览 
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⚫ 测试控制 

 

 

其他（分档映射及当前工程加载的 PGF 文件所在路径） 
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④ 项目配置之数据保存 

 

⚫ 规则简介 

数据名称格式：打开多个工作站时，多个工作站不可共用同一个数据库文件。 

建议：在文本末尾敲入大括号时，会有提示测试机 ID，时间戳，突发时间等。可选择保存数据时添

加一个时间戳尾缀”-{TimeStamp}”，这样多个工作站一定会有不同的尾缀。 

 

重要：每个数据表的最大存档数量为 100W 条，若超过该数量会导致数据导出失败，请再测试数量

在 100W 条以内时停止测试，软件界面点击清零(新批操作也可以存入新的数据表），即可存入新的

工作表。若大量数据均存入同一个数据库文件，会影响测试速度及数据库导出速度，建议新批次不

要共用旧批次的数据库文件。 

 

 
 

⚫ 数据查看 

HC5610 的测试数据文件中，包含了统计信息，不再额外生成统计文件。 

测试数据保存在用户指定路径，”.FDB”为数据库文件，需要安装 FlameRobin(非出厂自带)查看，请自

行安装。转换的数据文件，若有同一数据库文件重复转换的情况（如上文中的“清零”“新批”等操

作）则会保存为 Rn(Repeat=重复，n=次数) 
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⚫ CSV 格式文件介绍 

Summary 截图 

 
 

数据截图 

 
 

⚫ Excel 格式文件介绍（项目释义同 CSV，此处不做赘述） 

数据截图 
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全貌截图 
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3.4 测试概览区介绍 

 
① 站点详情按钮 

② 当前工程名称 

③ 已测色块：当前 Station 已测数量，后面的时间戳为电子自动测试时初次执行 SOT 开始计时，在

不清零的情况下，点击停止测试，会暂停计时，完成创建新批、重载或者清零会清空计时。 

④ 合格色块：合格数量及良率 

⑤ 失效色块：失败数量及不良率 

⑥ 良率色块： 

⑦ 信息色块：展示当前程序加载的 DLL 文件，PGF 路径以及测试数据库存放路径 

 

站点详情介绍 

点击可查看当前工作站的测试详情（所有工站的测试数据/测试分档/统计信息） 

① 单测 

② 自动测试 

③ 停止测试 

④ 结果界面 

 

注意：GPIB 坐标在终测时不生效 

 

⑤ 分档界面 

 

注意：Hbin 数量（硬件分档）仅在第一次出现的该硬 bin 号后统计，重复出现计为 0。 

测试序号| 工位号| 结果|硬 bin|软 bin|耗时| GPIB 坐标| 测试数据  

        |       |     |    |    |      |       | 

① 

           

② 

           

③ 

           

④ 

           

⑥ 

           

⑤ 

           回到顶部  回到底部  自动更新关/开 

软 bin 号  |    软 bin 数量统计  | 软 bin 类型  | 软 bin 详细描述                       |软 bin 对应硬 bin 号   |硬 bin 数量  

         |                  |            |                                     |                   |        
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⑥ 统计界面 

 

 

 

3.5 工位状态区介绍 

每个工位的色块，总共有 4 种预览大小可选（演示时预设良率阈值 95%） 

 

 
 

 

当前工作站名称  

测试开始时间  

测试机硬件 ID 

当前账户权限  

当前工程的 PGF 文件路径  

当前选用的 HANDLER 

当前信息覆盖对象（全部工位） 

当前生产的批次号  

平均测试时间  

当前批次测试空闲时间（总测试间隔时间统计） 

当前批次测试开始时间  

当前批次测试停止时间  

当前批次测试总计测试时间  
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点击工位色块区可查看当前工位测试详细信息（区别于概览的站点详情） 

① 单测 
② 自动测试 

③ 停止测试 

④ 参数界面

 

 

 

⑤ 结果界面（仅展示当前工位结果，详情同上文站点详情，其中序号为测试总序号，非当前工

位） 

 

 

⑥ 分档界面（仅展示当前工位结果，详情同上文站点详情） 

 

 

⑦ 统计界面（显示当前工位的概览信息） 

① 

           

② 

           

③ 

           

④ 

           

⑤ 

           

⑥ 

           

⑦ 

           
测试参数序号及名称|           参数下限|    参数上限|    参数单位|    参数测量耗时|  测试数值|  测试结果|     参数描述  

                  |                   |            |            |                |          |          |  
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3.6 程序文件编辑器 

程序文件编辑器，即为 PGF 编辑器。程序点击 PGF 编辑器窗口，若上位机软件非全屏，

会自动进入全屏模式以方便 PGF 编辑器使用。详细信息请参照下文“新工程创建流程” 

 

 

3.7 用户账户中心 

点击用户账户图标，进入用户账户中心 

② 

           ① 

           

③ 

           

④ 
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① 管理角色 

默认出厂状态下，仅有管理员型角色，需用户工程师手动添加不同角色并设置权限 

 
 

 

角色类型可新增、修改、删除，并通过勾选右边的选择框变更角色权限 
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② 管理账号 

默认出厂状态下，仅有管理员账户，需用户工程师手动添加不同角色并设置权限 

 

 

账号可进行添加，修改，删除，选择角色类型等操作。 
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③ 切换用户：切换当前用户并重新登陆 

④ 修改密码：修改当前账户的密码，需正确输入当前密码且新密码（不为空），成功时顶部有提示 

 

以上即为全部对于上位机软件的账户相关功能的介绍。
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第三章 新建测试工程 

 
概述 

本章将详细介绍如何创建一个新的工程，大体步骤分为三步： 

① 创建 PGF 

② 生成代码 

③ 创建工程 
 

1. 新建 PGF 文件 

 
 
编辑器组成 

①基本信息 

②方法参数 

③资源清单 

④分档清单 

 

变量介绍 

概述：PGF 文件中填写的变量分为三大类 

第一类：C++变量，需要生成到代码中，如函数名称、参数名称，同类型不可重复命

名，必须字母开头且只能使用字母数字和下划线 

第二类：字符串变量，测试时工程文件“.tprj”需要加载，如描述、数字字母特殊符

号及汉字均可支持 

第三类：逻辑号，如资源逻辑通道号、软档号（即软 BIN 号），同类型不可重复命名

且只可设置为整型数字。



深圳市华测半导体设备有限公司  HC5610 产品说明书 V1.0 

 49 / 83 
 

 

1.1 新增 PGF 程序文件 

 
 

⚫ 新建：打开一个新的空 PGF 编辑窗口 

 
 

⚫ 打开：打开一个新的空 PGF 编辑窗口并弹出路径选择，可选择已有 PGF 文件打开 

 
 
⚫ 保存：保存当前 PGF 文件，若当前为新建的 PGF 文件会弹出保存路径窗口 
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保存后顶部会提示保存成功 

 

 
⚫ 另存为：当前 PGF 文件另存为新文件 

 

保存新 PGF 或另存为时，取消顶部会提示保存取消 

 
 

⚫ 关闭：关闭当前 PGF 编辑页 

⚫ 全闭其他：关闭除当前 PGF 编辑页外的其他编辑窗口 

剩余按键为编辑 PGF 文件时操作所用，在下文 1.5 节作介绍 

 
1.2 基本信息 

⚫ 版本号和描述可填入自定义的信息，如程序版本号，制作人等。 

⚫ 创建日期为自动生成 

⚫ 驱动 dll 填入自定义带“.dll”尾缀文件名，该名称也为生成工程的文件名，必须字母开头且

只能使用字母数字和下划线 

⚫ 是否终测勾选则为 FT 程序，不勾选则为 CP 程序 

⚫ 分段测试为设置数据保存格式为串行测试合并多工位测试数据 
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填写完成后，可先在程序目录新建文件夹并保存该程序，防止误操作。文件夹的名称尽

量与 PGF 文件和下文中的工程文件“.tprj”保持一致。 
 

保存后，文件路径和 PGF 的名称都会显示 

 

 

1.3 方法参数 

方法：为测试规范中的一个大的项目，对应为测试代码中的一个子函数 

参数：为测试规范中，每个大项目中的测试项，对应测试代码返回的参数 

注意：测试失败停止勾选时，会执行完当前方法中的剩余代码。若代码中存在其他参数，会继续显

示测试结果 

 

本文后续以此处以下图 8205 双 MOS 规范为例演示，新建完整工程并讲解工程中的代码。 

 

如上图中，既可以把静态参数（Static）和动态参数（Dynamic）作为两个方法，对应的

参数填入方法中；也可以把每个参数单独一个方法，其中 IGSS 和 RDS(on)包含两项，可

以填入两个参数；还可以每个参数各自填入单独的方法中。 

用户可根据实际情况自定义使用方案。 

 

① 新增方法 

点击新增方法，填入信息，点击确认即添加一个新的方法，所有项目均可缺省 

MOS 为大电流器件，开尔文接触影响较大，第一项先做接触检测。 
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② 给方法新增参数 

注意：勾选分段测试时，因每个 site 的测试数据会被整合到同一张数据表，所以多个

site 之间不能有参数名称重复。 

 

 

方法右侧的勾选框作用为在测试时是否执行该方法的代码，默认全部为勾选。 
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⚫ 填写参数时，清空即为该参数值为∞，无上限或下限。 

⚫ 填写完成点击工具栏的合规检测，即可验证 PGF 程序文件是否存在语法错误等，也
可选择阶段性保存文件。 

 

以下展示添加完成的界面 
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1.3 资源清单 

首先根据设计的硬件电路，定义所需资源。 
资源详情在上文硬件篇幅中已经做过介绍，在此不作赘述。 
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注意： 

资源定义的类型一栏一定要根据机器详情填写，若选择了不存在的硬件资源，工程文件

中的无法进行资源映射，程序无法正常使用。 
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1.4 分档清单 

软件分档有多种类型 
⚫ 默认分档：有 Pass（通过）档和 Fail（失败/Reject）档。此两个分档自动生成，

不可删除，不可复制，但是软档号可更改。点击新增分档进入分档设置界面 

 

 

 
⚫ 添加失效分档 
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添加完成后可以看到分档清单中增加的项目 

 
 

⚫ 添加通过分档（单参数分档） 

 

 

⚫ 重置全部分档（清空全部已有分档） 
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⚫ 添加复合分档（多参数分档） 

 
 

 

⚫ 一键添加失效分档 

改选项会将全部参数按顺序生成失败分档，如有重复使用的参数可能出现错误，建议

使用该选项前先重置全部分档 

 
 

分档编辑完成后，PGF 文件已全部编辑完成，即可进入下一步的代码编写。 

点击合规检测，确认文件无语法错误后，点击生成工程，即可生成代码框架。 
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点击代码即可用默认程序打开该程序文件对应的测试代码工程，其中 SRC 文件夹下代

码项目名称“.vcxproj”与 PGF 中的“.dll”相同。双击解决方案资源管理器中的
“程序名.cpp”即可打开代码编辑界面。点击生成-“生成‘文件名’”或快捷键

Ctrl+B 即可生成程序的 dll 文件。 

 

 

代码的工程文件路径如下 

 

 

 

至此 PGF 文件编辑已完成。
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1.5 编辑器使用技巧 

① 选中条目 
⚫ 选中参数，对应方法也会显示为被选中的背景色，但方法不为当前选中条目 

 

⚫ 选中方法，不会有参数显示为被选中的背景色。 

 
选中资源 

 
选中分档 

 

② 条目修改/删除 

⚫ 新增 xx：新增方法/参数/资源/分档时可缺省全部内容，直接生成空的条目 

 

 
⚫ 修改：弹出同新增加时相同的窗口整体编辑整个条目 

 
 

⚫ 删除：删除当前条目，其中删除方法会把方法中的参数一并删除 
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⚫ 编辑：双击变量位置可快速编辑任意条目中的单个变量 

    

 

 

 

 

③ 条目移动：上移/下移 

在有多个条目的情况下，选中条目，点击上移/下移会移动项目的位置。 
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移动方法/资源/分档为改变在对应大项目中的顺序。 

移动参数为改变参数在方法中的顺序。 

 
⚫ 移动方法 

 

 
 

⚫ 移动参数 

 

 

 
⚫ 移动资源 

 

 

⚫ 移动分档 
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深圳市华测半导体设备有限公司  HC5610 产品说明书 V1.0 

 64 / 83 
 

 

2. 创建工程 

上文 PGF 文件时生成工程若已编译过，即可直接创建工程文件。否则需要先编译生成创

建工程所需的“.dll”文件。 

 

2.1 新建工程文件 

 
⚫ 项目名称：填写工程名称（同程序名，或“程序名_测试头名”，如 FT_8205_MT） 

⚫ 位置：选择 PGF 相同路径 

⚫ 测试程序位置：选择对应目录下的对应 PGF 文件 
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⚫ 新建工程完成后，需配置工位数量，并做好资源映射 
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2.2 项目配置 

① 手动选择资源 

⚫ 新建工程完成后，工位数量为 0，需手动配置 

⚫ 点击重置也会将资源映射工位数恢复为 0 并删除全部已有配置 

 
 

⚫ 本程序配置为双工位串测，工位数改为 2，并分别点击下拉菜单进行配置 

 
 

⚫ 增加工位数时，所有新增工位的位号/通道号均为 0（未配置）。 

 
 

 



深圳市华测半导体设备有限公司  HC5610 产品说明书 V1.0 

 67 / 83 
 

 

⚫ 点击任意资源的配置选项，即可看到机器的资源分部情况，其中与当前资源类型匹配的硬件资

源会显示为绿色（可选态），不匹配的硬件资源会显示灰色（不可选） 

 
 

⚫ 单击即可选中该硬件资源 

 

 

 
⚫ TMU 需要配置对应的子通道号 



深圳市华测半导体设备有限公司  HC5610 产品说明书 V1.0 

 68 / 83 
 

 

⚫ CBIT64 需要配置对应的子通道号 

 

 

② 鼠标右击（右键单击）快速配置资源 

配置当前资源与上一资源类型相同时，子板号/通道号可鼠标右键点击可自动加 1。 

 

⚫ 右击仅有单通道的硬件资源时自动子板号加 1， 

 

 

 

⚫ 右击有多通道的资源时自动通道号加 1 
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⚫ 误点恢复：右击误点时，可以再次右击恢复，连续右击会在+1/+2 之间连续切换 

 

 
 

③ 配置工位完成后，即可进行调试。 
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3. 调试测试代码 

 

概述 

本章以 8205 双 MOS 为例简单介绍程序测试代码的应用。所用到的语句，成份及变量定

义等详细请参照 HC5610 编程指南帮助文件。 

 
3.1 代码框架简介 

点击测试界面标题栏的代码按键即可快速打开程序路径 src 文件夹下的代码工程。 

在 PGF 编辑打开当前工程对应的 PGF 文件，然后点击标题栏的代码也可实现。 

 

 

⚫ 除上图标注的固有子函数外，其他子函数均为 PGF 文件中的方法。 

⚫ 生成工程后，每个方法子函数上方，段落屏蔽显示出当前方法包含的参数及范围 

⚫ 更新 PGF 文件（方法参数相关），重新生成工程时，仅会覆盖段落屏蔽中的内容，且会在程序

目录下生成“.bak”备份文件 

 
3.2 代码执行逻辑 

⚫ 单测的子函数执行逻辑为： 

Setup —— StartOfTest —— 方法子函数（如果失败，OnFailOfTest）—— EndOfTest—— 

Cleanup 

 

⚫ 自动测试的子函数执行逻辑为： 

① 接收到首个 SOT 信号时：Setup—— StartOfTest —— 方法子函数（如果失败，

OnFailOfTest）—— EndOfTest 

② 在点击中停止测试前：StartOfTest —— 方法子函数（如果失败，OnFailOfTest）—— 

EndOfTest 

③ 点击停止后：（先执行完当前②中的剩余步骤）—— Cleanup 



深圳市华测半导体设备有限公司  HC5610 产品说明书 V1.0 

 71 / 83 
 

 

3.3 全局变量定义 

概述：HC5610 采用虚拟化架构，即每个测试工位都认为自己是一个完整的 HC5610。因
此撰写测试代码时，仅需写好一个工位。实际测试时，每个工位（即虚拟的 HC5610）

的硬件资源会执行相同的测试代码，全局变量即为该虚拟 HC5610 的专用变量。使用

时，只需在需定义的变量前添加“GLOBAL ”即可。 

 

① 资源逻辑号映射 

⚫ 将在 PGF 定义的资源按照实际使用情况映射为全局变量（GLOBAL） 

⚫ CBIT64，无需定义详细的通道号，其他资源均需要映射出 PGF 中对应资源类型的对应逻辑通道

号 

⚫ 定义的变量可以通过声明的方式，映射为其他用户自定义的变量名（下图为将该资源名称声明

为引脚名称） 

 
 

② 测试代码解读 
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第四章 校准与维护 

 

1. 校准软件简介 

在关闭 HC5610 上位机软件的前提下，打开校准软件。 

 

 

① 左侧展示了当前机器连接的硬件，若存在则可以点击按钮展开。 
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点击菜单栏的“HC5610”，查看机器的硬件资源详细信息 

⚫ BoardName：资源名称 

⚫ BoardType：资源类型 

⚫ Slot：资源所在母板槽位号 

⚫ SubSlot：资源的子板位号 

⚫ SerialID：资源独立 ID 号 

⚫ Hver：硬件版本号 

⚫ Fver：固件版本号 

⚫ CalTime：校准时间 

 

2. 自检 

在没有连接校准套件以及 KEYSIGHT 34401A 数字万用表时，机器仅可进行电压自检。 

即源自身 FVMV 的方式，验证自身 Force 的电压与回读的电压是否相同。 

 

此处以 SLOT8-1 的 VI2402 为例演示。下文校准、校验也全部使用该资源作演示。 

 

① 在左侧菜单栏选中待自检的资源，并点击校准/校验按键打开二级界面 
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② 勾选电压，电压钳位选项，点击开始运行自检。 

 

⚫ 清空结果：清空当前界面的结果 

 

③ 保存自检结果 

⚫ 结果保存：将当前列表的数据保存。点击后会弹出窗口，地址栏选择路径，默认命名为资源名

+位号+自检日期 
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⚫ 在上图存放路径打开查看数据表 
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3. 校准、校验 

① 数字万用表配置（以 KEYSIGHT 34401 为例）。 
⚫ 开机后，在默认状态下，点击 SHIFT，再点击 Recall 进入设置菜单 

 
 

⚫ 按键说明 

 

 

⚫ 选择“I/O MENU”进入 IO 子菜单，再选择 PARITY 菜单 
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⚫ 选择“NONE：8BITS”（不分奇偶，8 位）并点击完成配置 

 

 

⚫ 将 34401A 背部的串口接线，再连接 USB 串口转接工具，连接到电脑并在电脑端安装驱动（串

口线，表，转接工具请自行选购），即为连接完成。此时打开校准软件，即可看到

Multimeter 栏处显示已读到 34401A 数字万用表。 

 

注意：校准软件在执行校准前会对 34401A 执行复位操作，因此校准前，万用表仅需要

配置串口通讯位数，无需配置其他选项。 

 

 

② 将校准套件与硬件和上位机电脑正确连接 

⚫ 校准套件连接源和 34401A 状况实拍连接实拍 
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③ 连接完成后打开软件 

⚫ 若 33401A 和校准套件均已正确识别，则会如下图所示 

 

 

⚫ 若未正确识别，则不会显示硬件名称，此时可以右击菜单栏空白处，点击 Refresh 执行刷新动

作，直到校准套件和 34401A 均已正确识别 
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③ 再次打开校准/校验二级界面， 可以看到功能栏校准已可选，校验模式也可选择为

对表校验，项目栏的电流项目也变为可选 

 

⚫ 勾选需要执行的操作，点击开始。 

⚫ 校准时，若硬件连接错误，或源存在 Force 误差较大的问题，则会弹出如下提示框，若无相关

操作经验，遇到该提示时建议点击取消终止校准操作 
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⚫ 取消后会弹出校准/校验取消弹窗。另外，在正常的校准、校验过程中，也可以点击取消随时

终止当前操作。 

 

 

④ 重新检查硬件连接状态后，点击开始，等待校准、校验完成 

 

 

核对校验数据，确认无误后保存。 
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⑤ 点击结果保存，保存数据。然后打开存放目录下的文件，即可查看校验数据 

 

 

 

 

支持的万用表：KeySight 34401、Agilent 34401A、Agilent 34410A、Keithley 2000
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4. 维护保养 

4.1 机器使用环境 

① 温湿度 

机器存放及使用需严格遵循上文中的工作环境，且为了最大化确保机器精度，温湿度不仅是达到基

本的满足机器要求，更应尽量维持在恒定状态。可采取以下措施来控制机器的温湿度： 

⚫ 将机器存放在恒温恒湿的环境中，使用空调或加湿器等设备来调节温湿度 

⚫ 定期检查机器周围的温湿度，并及时采取措施进行调整 

 

② 无尘环境 

因 HC5610 模拟集成测试系统发热量较大，因此机箱散热风扇功率较大，若使用的车间或实验室内

防尘做的很差，可能会造成风道堵塞、机器过热引发精度下降，极端情况下更是可能会发生受潮导

致资源板损坏。因此，在使用 HC5610 模拟集成测试系统时，可建议作防尘防潮措施，如： 

⚫ 定期清洁机器，保持机器内部的清洁 

⚫ 在车间或实验室内安装空气净化器，定期清洗滤网 

⚫ 在机箱周围安装防潮剂，吸收空气中的水分 

⚫ 定期检查机箱内部，防止受潮 

 

③ 供电要求 

HC5610 的硬件资源均为高精度模块，对供电较为敏感，请严格遵循以下供电要求： 

⚫ 电压允许波动范围：额定电压值+5%～-10% 

⚫ 交流电频率允许的波动范围为±4%，电压波形正弦畸变率小于等于 5% 

⚫ 桥架空开：40A 及以上 

⚫ 接地：机器外壳一定要良好接地，屏蔽干扰 

 

4.2 自检、校验、校准说明 

① 自检： 

⚫ 常规自检周期建议为一周一次，若源有出现 Force 电压偏移的情况可及时发现 

⚫ 经常停机甚至断电时，建议每次开机生产前，等机器热机完成（开机 15-20 分钟）后执行自检 

 

② 校验： 

⚫ 常规校验周期建议 30-90 天，依据机器使用情况决定 

⚫ 经常停机甚至断电时，建议每月执行校验 

⚫ 机器工作环境发生改变时，建议等环境稳定后间隔一周执行两次校验对比精度变化，并根据结

果确定是否需要校准（依照用户实际需求） 

 

③ 校准： 

⚫ 常规校准周期建议 90-180 天，依据机器使用情况决定 

⚫ 非新装机或换板的机器校准时无需校准全部资源，仅需校准精度接近或超出范围的资源 

⚫ 新装机或换板的机器，需要执行全部资源校准，以消除因运输时气候变化、调机与应用场景下

的环境差异对机器精度造成的影响 

⚫ 非新装机器工作环境发生变化后，需短时间内多次校准查看数据稳定情况，新装机因出厂前均

经过长时间老化，在稳定的环境条件下仅需执行一次校准，无需多次校准。 

 

 


